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Abstract 



Such a printed circuit board has a metal core (2) which is surrounded by a sheath (3) made of dielectric 
material. Conventionally, it is produced by a metal core in the form of a plate being coated on both sides 
with plates made of an insulating material, for example from paper or glass-fibre mats impregnated with 
synthetic resin. The problem is to produce such printed circuit boards at a reduced labour cost. This 
problem is solved by the sheathing (3) of the printed circuit board (1 ) being produced using the injection 
die-casting technique, and by the metal core (2) being produced as a three-dimensional moulded plate. 
In consequence it is possible to construct the metal core (2) such that heat losses from components can 
be dissipated directly via it. In addition, a defined position of the metal core (2) can be ensur ed during 

injection die-casting, and a good connection of the sheathing (3) to the metal core (2). L_ 



Data supplied from the esp@cenet database - 12 



file://C:\DOCUME^l\mcmanusk\LOCALS^l\Temp\triKDCLB.htm 



1/28/2004 



THIS PAGE BUK 



(g) BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



© Off enlegungsschrift 
©DE 3829117 A1 



<g) Int. CI. 5. 

H 05 K 1/05 



§Aktenzeichen: 
Anmeldetag: 
Offenlegungstag: 



P 38 29 117.7 
27. 8.88 
8. 3.90 



CM 
OO 
CO 

UJ 

Q 



(71) Anmelder: 

Standard Elektrik Lorenz AG, 7000 Stuttgart, DE 



@ Erfinder: 

Zurowski, Roman, Dr.-lng., 7257 Ditzingen, DE 



Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

-(§) Metallkern -Leiterplatte 

Eine solche Leiterplatte weist einen Metallkern (2) auf , der 
von einer Umhullung (3) aus einem dielektrischen Werkstoff 
umgeben ist. Sie wird herkommlicherweise dadurch herge- 
stellt, daB ein piattenformiger Metallkern beidseitig mit Plat- 
ten aus einem isolierenden Werkstoff, z. B. aus mit Kunstharz 
getrankten Papier- oder Glasfasermatten beschichtet wird. 
Oas Problem ist, solche Leiterplatten mit geringerem Ar- 
beitsaufwand herzustellen. 

Gelost wird dieses Problem dadurch, da& die Umhullung (3) 
der Leiterplatte (1) in SpritzguBtechnik hergestetlt und der 
Metallkern (2) als raumliche Formplatte ausgebildet ist. 
Dadurch ist es moglich, den Metallkern (2) so auszubilden, 
dad uber ihn Vert ustwarme von Bauelementen direkt abge- 
fiihrt werden kann. AuBerdem laBt sich eine definierte Lage 
mm des Metallkerns (2) beim SpritzgieBen und eine einwand- 
0f freie Verbindung der Umhullung (3) mit dem Metallkern (2) 
^ gewahrleisten 
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Die Erfindung betrifft eine Leiterplatte mit einem 
Metallkern und einer Umhullung aus einem dielektri- 
schen Werkstoff (Metallkern-Leiterplatte). 

Gegenuber herkommiichen Leiterpiatten, die aus 
plattenformigen Werkstoffen auf Kunstharzbasis her- 
gestellt werden, weisen Metallkern- Leiterpiatten einige 
Vorteile auf. Sie sind stabiler und kdnnen deshalb ohne 
weiteres mit schweren Bauelementen bestuckt und auch 
ais tragendes Bauteil eingesetzt werden. AuBerdem fiih- 
ren sie die Verlustwarme der Bauelemente erheblich 
schneller ab, so daB eine Schadigung von Bauelementen 
durch Uberhitzung leichter zu vermeiden ist. Anderer- 
seits sind die bekannten Metallkern-Leiterplatten (z.B. 
die DE-PS 36 31 426) recht aufwendig herzustellen. 1ns- 
besondere ist es schwierig. alle Lochungen vollstandig 
und blasenfrei mit Isoiierstoff zu fiillen. Urn dies zu er- 
reichen, sind vielstufige Herstcllungsverfahren erfor- 
derlich, die entsprechend aufwendig sind. 

Wirtschaftlicher herzustellen sind — zumindest bei 
genugend groBen Stuckzahlen — gespritzte Leiterpiat- 
ten, d.h. Leiterpiatten, die aus einem thermoplastischen 
Kunststoff auf einer SpritzguBpresse in einem Arbeits- 
gang hergestellt werden (Zeitschrift ELECTRONIC 
PACKAGING & PRODUCTION. Oktober 1983, Sei- 
ten 92 bis 95). Derartige gespritzte Leiterpiatten weisen 
aber nicht die Stabilitat und die Widerstandsfahigkeit 
gegen Warmeverformung wie die Metallkern-Leiter- 
platten auf. AuBerdem kann die Warme nicht direkt 
vom Bauelement uber die Leiterplatte abgefiihn wer- 
den. t 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. eine ein- 
fach herzustellende Leiterplatte zu schaffen, bei der eine 
definierte Lagc des Metailkerns gewahrleistet ist. 

Diese Aufgabe wird durch eine Leiterplatte mit einem 
Metallkern und einer Umhullung aus einem dielektri- 
schen Werkstoff gelost, bei der erfindungsgemaB die 
Umhullung in SpritzguBtechnik hergestellt und der Me- 
tallkern als raumiiche Formplatte ausgebildet ist. 

Am wirtschaftlichsten ist ein solcher Metallkern her- 
zustellen, wenn er als formgepragte Metallpiatte ausge- 
bildet ist, die gegebenenfalls mit ausgestanzten Lochern 
oder Aussparungen versehen ist. Zusatzliche Weiterbil- 
dungen der Erfindung sind den weitercn Unteranspru- 
chen zu entnehmen. 

Die Vorteile der Erfindung liegen insbesondere darin, 
daB es mit dem als raumiiche Formplatte ausgebildeten 
Metallkern ohne weiteres moglich ist, die Warmc direkt 
vom Bauelement abzufiihren. AuBerdem ist es mit einfa- 
chen Mitteln moglich, eine einwandfreie Verbindung 
der spritzgegossenen Umhullung der Leiterplatte mil 
dem Metallkern zu erreichen. 

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden im fol- 
genden anhand der Zeichungen criautert. Es zeigen: 

Fig. t ein erstes Ausfiihrungsbeispiel einer erfin- 
dungsgemaBen Leiterplatte in einer perspektivischen 
Gesamtansicht, 

Fig. 2 eine vergroBerte Teilansicht der Leiterplatte 
nach Fig. 1, in einem Schnitt senkrecht zur Langsachse bo 
eines montierten Bauelements, 

Rg. 3 ein zweites Ausfiihrungsbeispiel einer erfin- 
dungsgemaBen Leiterplatte in einer perspektivischen 
Ansicht, 

Fig. 4 eine vergroBerte Teilschniitansicht der Leiter- 65 
platte nach Rg. 3, 

Fig. 5 ein drittes Ausfiihrungsbeispiel einer erfin- 
dungsgemaBen Leiterplatte in einer perspektivischen 
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Ansicht, 

Rg. 6 eine erste vergroBerte Teilschnittansicht der 
Leiterplatte nach Fig. 5, und 

Fig. 7 cine zweite vergroBerte Teilschnittansicht der 
Leiterplatte nach Rg. 5. 

Eine erfindungsgemaBe Leiterplatte 1 weist einen 
Metallkern 2 und eine dielektrische Umhullung 3 auf 
(Rg. 1). Die Umhullung 3 ist in SpritzguBtechnik herge- 
stellt, das heiBt. der Metallkern 2 wird in die GieBform 
einer SpritzguBmaschine eingelegt und dann ein geeig. 
neter Kunststoff unter Druck in flieBfahigem Zustand in 
die GuBform eingepreBt, so daB er die isolierende Um- 
hullung 3 der Leiterplatte bildet. 

Der Metallkern 2 ist als raumiiche Formplatte ausge- 
bildet, indem er eine sich uber seine ganze Tiefe erstrek- 
kendc Ausbuchtung 4 aufweist. Die Ausbuchtung 4 
weist einen Bereich 5 auf. der exakl eben ausgebildet ist 
und hier mit der Oberflache der Leiterplatte 1 biindig 
abschlieBt. Auf diesen nicht von der Umhullung 3 abge- 
deckten Bereich 5 wird ein Bauelement 6, von dem Ver- 
lustwarme abzufiihren ist, z.B. ein Halbleiterbauele- 
ment, direkt aufgesetzt. Die groBflachige Auflage des 
Bauelements 6 auf dem ebenen Bereich 5 der Metall- 
piatte sorgt fur einen geringen Warmeubergangswider- 
stand. Die Verlustwarme kann somit von dem Bauele- 
ment 6 uber den Metallkern 2 wirksam weitergeleitet 
und z.B. Qber eine mil der hinteren Langskante der Lei- 
terplatte verbundene Kuhleinrichtung (in der Zeich- 
nung nicht dargestellt) abgefuhrt werden. 

Die Anschlusse 7 des Bauelements 6 sind uber Lotfla- 
chen 8 jeweils mit einer Leiterbahn 9 und uber diese mit 
weiteren Schaltungsbestandteilen verbunden. Die Lei- 
terbahnen 9 sind in der Zeichnung nur schematisch an- 
gedeutet. 

Die aus Fig. 2 ersichtliche Leiterplatte 1 entspricht 
der in Fig. 1 dargestellten. Auch hier liegt auf dem aus 
der dielektrischen Umhullung 3 der Leiterplatte 1 her- 
ausragenden Bereich 5 des Metailkerns 2 ein Bauele- 
ment 10 mit seiner unteren Oberflache 11 plan auf. Die- 
se breitflachige plane Auflage ergibl einen guten War- 
meubergang. 

Ein in der Zeichnung dargestellter AnschluB 12 des 
Bauelements 10 ist durch Lotzinn 13 mit einem Kupfer- 
lotauge 14 auf der dielektrischen Umhullung 3 der Lei- 
terplatte 1 befestigt. 

Eine andere Leiterplatte 16 (Fig. 3 und 4) weist einen 
Metallkern 17 auf. der mit mehreren sickenformigen 
Ausbuchtungcn 18 und 19 versehen ist. Diese Ausbuch- 
tungen 18 und 19 erhohen die Stabilitat beim Spritzgie- 
Ben der Leiterplatte. Sie ragen bis an die Oberflache der 
Leiterplatte und liegen deshalb an den Wandungcn der 
SpriizguBform an. Dadurch vcrhindern sie wirksam, daB 
in ungiinstigen Fallen beim Einspritzen des Kunststoffs 
fiir die Umhullung 20 — das ja unter beachtiichem 
Druck erfolgt - der Metallkern 17 seitiich weggedruckt 
wird. 

Fig. 4 ist eine vergroBerte Schnittansicht in Richtung 
der Pfeile 21 und 22 von Rg. 3. 

Eine andere Ausfuhi ung der erfindungsgemaBen Lei- 
terplatte 24 (Fig. 5, 6 und 7) weist einen Metallkern 25 
auf, der mit mehreren runden Aussparungen 26 und mit 
einer oder mehreren langlichen Aussparungen 27 verse- 
hen ist. Die Fig. 6 stellt eine vergroBerte Schnittansicht 
der Leiterplatte 24 entsprechend den Pfeilen 28 und 29 
von Fig. 5 und Rg. 7 eine vergroBerte Schnittansicht 
entsprechend den Pfeilen 30 und 31 von Rg. 5 dar. In 
dem Bereich der langlichen Aussparung 27, die wie die 
Aussparungen 26 aus dem Metallkern ausgestanzt ist, 
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weist die Leiterplatte 24 mehrere Bohrungen 28 auf. 
Diese Bohrungen 28 sind durchmetallisiert oder durch- 
kontakticrt, d.h. sie sind mit einer Kupferschicht 23 aus* 
gekleidet, die eine Leiterbahn 34 auf der Oberseite der 
Leiterplatte 24 mit einer untenliegenden Leiterbahn 35 5 
verbindet. Damit ist das Bauelement 6, das iiber seinen 
AnschluB 7 und das Lotzinn 12 mit der Leiterbahn 34 
verbunden ist, auch mit der Leiterbahn 35 verbunden 
und kann somit auch an an der Unterseite der Leiter- 
platte 24 angeordnete Schaltungsteile angeschlossen 10 
werden. 

Die runden Aussparungen 26 (vergl. auch Fig. 7) wer- 
den beim SpritzgieQen mit dem Kunststoff der Umhul- 
lung 3 aufgefullt. Dadurch wird der hier untenliegende 
Teil der Umhullung 3 mit einem auf der Oberseite der js 
Leiterplatte liegenden Teil 36 der Umhullung 3 verbun- 
den. Dieser Teil 36 hat hier die Form einer Scheibe, und 
er dient in erster Linie der Befestigung des Metallkerns 
25 in dessen iiber die Oberflache der Leiterplatte 24 
herausragendem Bereich 37. Die Aussparungen 26 und 20 
27 dienen vor allem auch dazu, die den Metallkern 25 
auf beider. Seiten urr.hu !!er.den Kunststoffschichten ein- 
stuckig miteinander zu verbinden. AuBerdem ermogli- 
chen sie einen Druckausgleich wahrend des Spritzgie- 
Bens. 25 

In alien vorstehend beschriebenen Beispielen ist der 
Metallkern 5, 17 oder 25 nicht wie bei bekannten Leiter- 
platten ais einfache, ebene Metallplatte ausgebildet Er 
weist immer Ausbuchtungen, Sicken oder dergleichen 
auf, die aus ihm ein raumliches oder dreidimensionales 30 
Gebilde machen. Eine solche raumliche Formplatie ist 
am einfachsten durch Formpragung herzustellen, wobei 
die erforderlichen Locher oder Aussparungen 26, 27 
zweckmaBigerweise ausgestanzt wertien. Diese Metall- 
kerne 2, 17 und 25 sind somit einfach herzustellen, sie 35 
ermdglichen andererseits, wie bereits erwahnt, die Me- 
tallkern-Leiterplatte im SpritzguB herzustellen. 
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1. Leiterplatte mit einem Metallkern und einer Um- 
hullung aus einem dielektrischen Werkstoff, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Umhullung (3) in 
SpritzguBtechnik hergestellt und der Metallkern (2) 
als raumliche Formplatte ausgebildet ist. 45 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Metallkern (2) als formgepragte 
Metallplatte ausgebildet ist. 

3. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Metallkern (2) Bereiche aufweist, 50 
die Oberflachenteile der Leiterplatte (1) bilden. 

4. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Metallkern (25) sickenformige 
Ausbuchtungen (18, 19) aufweist, die seine Stabili- 
tat beim SpritzgieBen erhohen. 55 

5. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Metallkern (25) Aussparungen 
(26, 27) aufweist, durch die beidseitig den Metall- 
kern (25) umgebende Kunsistoffschichten (3, 24) 
miteinander verbunden sind. 60 

6. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Metallkern (2, 17, 25) als Erdleiter 
ausgebildet ist. 
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